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Abstract (en)
The method involves placing an electrode (8) at an adjustable distance from the disc (1), introducing a process liquid into the gap and generating
(10) a pulsed voltage between the disc (anode) and electrode (cathode). The electrode is moved towards the disc so that electrochemical treatment
of at least one area of disc is performed during a first period of the pulse and at least one area is treated by spark erosion during a second period.
Independent claims are also included for the following: an arrangement for implementing the method.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Schärfen und Profilieren einer metallisch gebundenen Schleifscheibe (1), welche zur Bearbeitung
von Werkstücken (6) dient, ist eine Elektrode (8) angebracht, die von der Schleifscheibe (1) einen einstellbaren Abstand aufweist. In den so
gebildeten Spalt wird eine Prozessflüssigkeit eingebracht. Zwischen der Schleifscheibe (1), welche als Anode dient, und der Elektrode (8), welche
als Kathode dient, wird durch einen Generator eine Spannung erzeugt, die die Form von Impulsen aufweist. Die Elektrode (8) wird derart an
die Schleifscheibe (1) angenähert, dass mindestens während einem ersten Zeitintervall des Spannungsimpulses mindestens ein Bereich der
Schleifscheibe (1) elektrochemisch behandelt wird und während eines zweiten Zeitintervalls des Spannungsimpulses mindestens ein Bereich der
Schleifscheibe funkenerosiv behandelt wird. <IMAGE>
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